
Carcasas protectoras y módulos de refrigeración

Datos técnicos

Material TGF-HSS-NS (sin
silicona)

Conductividad térmica 2,0 W/m K

Datos mecánicos

2 PiezasUnidad de embalaje

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)
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ZNNE005
Referencia

Lámina conductora de calor

Mejora de la disipación del calor entre el sensor y
el módulo de refrigeración

www.wenglor.com
www.wenglor.com/product/ZNNE005

